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LEISTUNGSMODULE  
THERMISCHES MANAGEMENT  
FÜR HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT UND BESTE KÜHLUNG

EFFEKTE
  Maximaler thermischer Kontakt
  Minimaler Wärmewiderstand
  Mechanischer Toleranzausgleich
  Verbesserter Wirkungsgrad

VORTEILE
  Erhöhte Langzeitzuverlässigkeit
  Minimale Chip Temperaturen
  Homogene Temperaturverteilung
  Trockene Aufbringung

 

0

5

10

15

20

0

30

60

90
 

0

4

2

8

6

10

haftend

haftend

nicht haftend nicht haftend

∆ T TIM

∆ T TIM

Position

P

N

T

∆ T System

nicht haftend

Typischer Modulaufbau mit Basisplatte (Kupfer)

haftend haftend haftend

Kupfer 150µm
AIO Substrat 380µm
Kupfer 150µm
Lot 80µm
Basisplatte 3 mm
Wärmeleitmaterial 50µm

Kühlkörper

 

Chip 220µm
Lot 80µm

Bonddraht

Typischer Modulaufbau ohne Basisplatte

Kupfer 150µm
AIO Substrat 380µm
Kupfer 150µm
Wärmeleitmaterial 50µm

Kühlkörper

 

Chip 220µm
Lot 80µm

Bonddraht
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AUFBAU-SCHEMA

Modul EconoPACK™+

Modul

MODULARE AUFBAUTECHNIK
 
HALA Hochleistungs-Kontakt-Interfacematerialien

Phase Change Filme 	
  TPC-Y-PC	
  TPC-W-PC	
  TPC-T-AL-CB
  TPC-R-AL

Grafit Folie	 Grafit Folie / pyrolytisch 
  TFO-S-CB	   TFO-Y-PG

		    TFO-ZS-PG
Silikon Folie 

  TEL-Z-SI	   TEL-ZS-SI

Silikon Wärmeleitpaste	 Silikonfreie Wärmeleitpaste 
  TGR-S-SI	   TGR-J-NS

			     TGR-M-NS
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